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OBSERVAGOES MICROESTRUTURALS DE NIQUEL MICRQLIGARQ LAWT~

NADO A QUENTE.

M.C.8.V.Soares e W.A.Monteiro - Deptd de Metaluvaia Ny

clear - IPEN-CNEN/SP, Sao Paulo/SP,

0 objetivo principll da trabalho fol abservar os
efeitob da precipltaqao de NbC no atraso da recristali
zagao da austenita, aspecto este essencisl ng leminagw
controlada de agos estyuturais baiza liga, abjativenda
agos de elevada resisténcis mecanica ¢ boa tenscldade.
Estas caracteristicas sao essencialmente abtidas pelo
refino de grao ferrltlco decorrente de um controle ri
gido de compoaiqao quimica e de condxgocs de lamlnagao
(1). Visando este aspecto, escolheu-se como modelo de
estudo o niquel puro e o niquel mxcrolxgado (Ni-0,5%2
Nb-0,5ZC). ObaeranOEa feitas em microscopia otica a
presentam o niquel completamente recristalizado sob as
condigoes de lamxnagao a quente estudadas, o mesmo nao
ocorrendo para o n1que1 microligado (2).

Os estudos microestruturais deste trabalho foram
realizados por meio de mlcroccopxa eletronica de trans
missao (200KV). As observagoes microestruturais em Ni
microligado laminado em 5 passes com temperatura inici

al de 12129C e final de 9459C, com espera de 6 segundos

ao ar (tempo, medio entre passes) e 1nterromp1do em &
gua (redugao total de 687) evidenciaram graos recrlsta
lizados com discordancias e preclpitados de NbC no in
terior destes, e alem disso alguns graos recristaliza-
dos apresentam subgraoa/celulas no seu interior (figu-
ra 1). As amostras de niqual microligado laminado com
6 passes com temperatura final de laminagao de 8629C a
presentaram subestrutura de bandas de deformagao e pre
cxpltsdos finos de NbC que 1nteragem nas linhas de dla
cordancias, havendo maior retengao ‘das mesmas com con
sequente maior presenga de arranjo celular em toda a
mostra (figura 2). -
Podemos concluir que, sob determinadas condlqoes
de deformagao e temperatura, ha um retardo no processa
de recrlstalxzagao do niquel microligado devido a inte
ragao de carbetos e/ou carbonitretos de nidbio com ar
re n;os de discordauncias introduzidas durante a deforma
¢ao, semelhante aos agos microligados.
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Figura
ses). (a) Jungao tripla de contarnos de graos recrista
lizados; (b) Interagao de discordancias e pracipifados
finos no inicrior de um graa recristalizado ( 4y~
raﬁﬁo celular e precipitagao fina em grao recriataliza
do

Figura 2 =~ quuel wicraligada, laminada & iulﬂ@ﬂ {6 P!&

ses). (a) Reglao de bandas de dntormugan;

teragoes discordancia~precipitado fino no interior das
bandas de deformagao. t
(A barra em cada micrografia representa 0,5 um).
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